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1. 개요 (기본사용재료사양)
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Chul-Ho, Jang1. 개요 (사용재료) 
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Chul-Ho, Jang1. Foot Print 설정법

가. Through Hole Type

■ Hole Size 결정

: Hole = 제품 Lead 크기 + 0.3~0.4 mm

■ Land 및 Resist Size 

: Land = Hole + 0.6mm

: Resist = Land + 0.1mm

Hole

Land

Resist



4

Chul-Ho, Jang

나. SMD Type

■ 2~3PIN 소자 (PITCH가비교적넓은것)

1) A : V ≤ A ≤W

:  제품 Lead폭(V) 보다크고

제품폭(W) 보다는작게.

2) C = G1 + G2 + G3

- G1 = Typ 0.15mm

- G2 = PCB와접합되는길이

- G3 = PKG높이 * ½이상

3) B =  L -2*(G1+G2)

단, 0.127mm 이상
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■ IC 소자등 PITCH가비교적작은것.

1) A = L + PKG 높이

2) B =  G1 + G2 + G3

- G1 = Typ 0.15mm

- G2 = PCB와접합되는길이

- G3 = PKG높이 * ½이상

3) C =  L – 2*(G1+G2)

4) D = P (PKG Pitch)

5) E = T (PKG Pin 두께)
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Chul-Ho, Jang2. PCB 설계시주의점

가. Pattern 폭및간격

■ Pattern 폭과허용전류 ■ Pattern 간격과허용전압
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나. 인접제품간의최소간격

■ CHIP 부품 : 각 0.5mm 이상 ■ SMD IC : 각 2.0mm 이상

■ THD 부품 : 전극간 3mm, 면면간 1mm ■ Connector : 각 3.5mm 이상
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다. 실장금지지역

:  Solder 및부품의파손등을고려하여 PCB 끝부분에제품실장을금지.
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Chul-Ho, Jang※별첨 1 : 용어정의

가. Through Hole : 부품을삽입하지않는 Hole로, 부품과 Solder면(내층)을연결하는구멍.

일명, VIA Hole

나 V-CUT : PCB를인의적으로자를수있도록구멍선만든것.

V-CUT의목적은 PCB 바깥쪽의치수를줄이거나, 

PCB 끝단으로돌출되어나온부품의 Solder Dipping이가능하도록하는데있다.

다.Hole 가공법

- Punching Hole 가공 : Hole을금형으로얻어내는가공법

- NC Hole 가공 : Drill로얻어내는가공법

라. Solder Resist : 기판의표면보호및 Solder가불필요한부분으로부착되는것을

방지하기위해도포되는 Ink.

-종류 : PSR (Photo Solder Resist), LPI (Liquid Photo Imaging Resist), IR (Infra Red)
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Chul-Ho, Jang※별첨 2 : PCB 종류및특성


